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Abstract (en)
[origin: WO8600842A1] A multipoint dispensing of viscous material onto a board (23) comprises the monitoring and controlling of several process
parameters such as the initial gap ( delta ) between a dispensing tool (20, 25) and the board (23), the dispense pressure time cycle within the tool
(Fig. 3A) and the tool velocity cycle (Fig. 3B). Also, an improved method for loading solder paste into the dispensing tool includes applying vacuum
to two regions of the tool while vibrating it in its axial direction (Fig. 4) . Furthermore, improved techniques for preventing crust formation on the paste
within the tool, and for controlling the viscosity of the solder paste within the tool, achieve consistent dispensing results in a production environment
(Fig. 5).

Abstract (fr)
Distribution en plusieurs endroits de matières visqueuses sur une carte (23), qui comprend la surveillance et la régulation de plusieurs paramètres
du procédé, comme par exemple l'espace initial (delta) entre un outil de distribution (20, 25) et la carte (23), le cycle du temps/pression de débit à
l'intérieur de l'outil (fig. 3A) et le cycle de vitesse de l'outil (fig. 3B). Egalement, une méthode améliorée du chargement de la pâte à souder dans
l'outil de distribuiton, comprenant l'application du vide à deux zones de l'outil pendant que des vibrations lui sont appliquées dans le sens axial (fig.
4). De plus, des techniques pour éviter la formation de croûtes sur la pâte à l'intérieur de l'outil et pour régler la viscosité de la pâte à souder dans
l'outil permettent d'obtenir une régularité de distribution dans un environnement de fabrication.
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